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Obstugiwanie Zespotéw Elektronicznych/Czyszczenie

Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
21 Obstugiwanie Zespotow N/A N/A N/A
Elektronicznych
2.2 Czyszczenie N/A N/A N/A
Usuwanie Warstwy
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania

2.31 Usuwanie Warstwy Pokrywajacej, \ -, = R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Identyfikacja Warstwy — N
Pokrywajacej ™

2.3.2 Usuwanie Warstwy — Metoda z R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Wykorzystaniem Rozpuszczalnika

2.3.3 Usuwanie Warstwy — Metoda R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Zluszczenia

234 Usuwanie Warstwy — Metoda R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Termiczna

2.3.5 Usuwanie Warstwy — Metoda R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Scierania/Zeskrobywania

2.3.6 Usuwanie Warstwy — Metoda R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy

Mikro Podmuchow (Powietrza)

vi
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Wymiana Warstwy

Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
241 Wymiana Warstwy — Warstwa R,F,W,C Posredni Najwyzszy
Ochronna Ptytki Resist
2.4.2 Wymiana Warstwy — Warstwy R,F,W,C Posredni Najwyzszy
Pokrywajgce/Uszczelnienia
Kondycjonowanie
Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
2.5 Suszenie i Podgrzewanie R,F,W,C Posredni Najwyzszy
Zywice Epoksydowe — Miksowanie i Naktadanie
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
2.6 Zywice Epoksydowe — R,F,W,C Posredni Najwyzszy
Miksowanie i Nakladanie
Opis/Znakowanie
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
271 Opis/Znakowanie, Metoda R,F,W,C Posredni Najwyzszy
Stemplowania
2.7.2 Opis/Znakowanie, Metoda R,F,W,C Posredni Najwyzszy
Recznego Liternictwa
2.7.3 Opis/Znakowanie, Metoda R,F,W,C Posredni Najwyzszy
Znakowania Szablonem
Dbatos¢ i Utrzymanie Grota
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
2.8 Dbatos¢ i Utrzymanie Grota N/A N/A N/A

vii
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Spis Tresci
CZESC 2 Przerabianie Zespotéw Elektronicznych

3 Demontaz

3.1 Rozlutowywanie Komponentéw Przewlekanych

Wyprowadzenie
okragle

Poziom Poziom
Procedura Opis L = Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3141 Metoda z Wykorzystaniem Podcisnienia R,F,W Posredni Najwyzszy
3.1.2 Metoda z Wykorzystaniem Podcisnienia — R,F,W Posredni Najwyzszy
Czesciowo Zagiete
3.1.3 Metoda z Wykorzystaniem Podcisnienia — R,FW Posredni Najwyzszy
Catkowicie Zagiete
314 Catkowicie Zagiete — Metoda Prostowania R,F,W Posredni Najwyzszy
315 Catkowicie Zagiete — Metoda z R,F,W Zaawansowany Najwyzszy
Wykorzystaniem Tasmy
3.2 Demontaz Zigcza i PGA
Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.21 Metoda z Wykorzystaniem R,F,W,C Ekspert Sredni
Fali Selektywnej
3.3 Demontaz Komponentu Chip
@ Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.31 Rozwidlona Koncéwka (Grot) R,F,W,C Posredni Najwyzszy
3.3.2 Metoda z Wykorzystaniem Termopincety R,F,W,C Posredni Najwyzszy
3.3.3 Zakonczenie Dolne - Metoda Z R,F,W,C Posredni Najwyzszy
Wykorzystaniem Gorgcego Powietrza
3.4 Demontaz Komponentu LCC
v Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.41 Metoda z Owijaniem Lutowiem R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
3.4.2 Metoda z Topnikiem R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
343 Metoda z Wykorzystaniem R,FwW,C Zaawansowany Najwyzszy

Goracego Powietrza

viii
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3.5 Demontaz Komponentu SOT

Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.51 Metoda z Topnikiem R,F,w,C Posredni Najwyzszy
3.5.2 Metoda z Topnikiem — Termopinceta R,F,wW,C Posredni Najwyzszy
3.5.3 Metoda z wykorzystaniem raczki do R,FwW,C Posredni Najwyzszy
nadmuchu goracego powietrza
3.6 Demontaz Komponentu SOIC (wyprowadzenia z dwéch stron)
Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.6.1 Metoda z Mostkiem Lutowniczym R,F,wW,C Posredni Najwyzszy
3.6.2 Metoda z Owijaniem Lutowiem R,FwW,C Posredni Najwyzszy
3.6.3 Metoda z Topnikiem R,F,W,C Posredni Najwyzszy
3.6.4 Metoda z Mostkiem Lutowniczym — R,F,wW,C Zaawansowany Najwyzszy
Termopinceta
3.6.5 Metoda z Owijaniem Lutowiem — R,FwW,C Zaawansowany Najwyzszy
Termopinceta
3.6.6 Metoda z Topnikiem — Termopinceta R,F,wW,C Zaawansowany Najwyzszy
3.7 Demontaz Komponentu QFP (wyprowadzenia z czterech stron)
Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.71 Metoda z Mostkiem Lutowniczym — R,FW,C Zaawansowany Najwyzszy
Przyssawka
3.711 Metoda z Mostkiem Lutowniczym — R,F,wW,C Posredni Najwyzszy
Napigcie Powierzchniowe
3.7.2 Metoda z Owijaniem Lutowiem — R,F,wW,C Zaawansowany Najwyzszy
Przyssawka
3.7.21 Metoda z Owijaniem Lutowiem — R,F,W,C Posredni Najwyzszy
Napiecie Powierzchniowe
3.73 Metoda z Topnikiem — Przyssawka R,F,wW,C Zaawansowany Najwyzszy
3.7.31 Metoda z Topnikiem — R,F,wW,C Posredni Najwyzszy
Napiecie Powierzchniowe
3.74 Metoda z Mostkiem Lutowniczym — R,F,wW,C Zaawansowany Najwyzszy
Termopinceta
3.7.5 Metoda z Owijaniem Lutowiem — R,FW,C Zaawansowany Najwyzszy
Termopinceta
3.7.6 Metoda z Topnikiem — Termopinceta R,F,wW,C Zaawansowany Najwyzszy
3.7.7 Metoda z Wykorzystaniem R,FW,C Zaawansowany Najwyzszy
Goracego Powietrza
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3.8 Demontaz Komponentu PLCC

nadmuchu goracego powietrza

Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.8.1 Metoda z Mostkiem Lutowniczym — R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Termopinceta
3.8.11 Metoda z Mostkiem Lutowniczym — R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Napiecie Powierzchniowe
3.8.2 Metoda z Owijaniem Lutowiem — R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Termopinceta
3.8.21 Metoda z Owijaniem Lutowiem — R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Napiecie Powierzchniowe
3.8.3 Metoda z Topnikiem — Termopinceta R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
3.84 Metoda z Zastosowaniem Tylko R,FW,C Zaawansowany Najwyzszy
Topnika i Pobielonej Koncowki
3.8.5 Metoda z Wykorzystaniem R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Goracego Powietrza
3.9 Demontaz BGA/CSP
Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.91 Metoda z Wykorzystaniem R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Goracego Powietrza
3.9.2 Metoda z Zastosowaniem R,F,W,C Zaawansowany Sredni
Podcisnienia
3.10 Demontaz Gniazda PLCC
Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.10.1 Metoda z Mostkiem Lutowniczym R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
3.10.2 Metoda z Owijaniem Lutowiem R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
3.10.3 Metoda z Topnikiem R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
3.104 Metoda z wykorzystaniem raczki do R,FW,C Zaawansowany Sredni
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4 Przygotowanie P6l Lutowniczych SMD

& Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
411 Przygotowanie P6l Lutowniczych SMD — R,F,W,C Posredni Najwyzszy
Metoda Pojedynczego Oczyszczania
41.2 Przygotowanie P6l Lutowniczych SMD — R,F,wW,C Posredni Najwyzszy
Metoda Ciagta
41.3 Usuwanie Lutowia z Powierzchni R,F,W,C Posredni Najwyzszy
P4l Lutowniczych — Metoda z
Wykorzystaniem Tasmy
421 Wyréwnywanie Pola Lutowniczego — R,F,W,C Posredni Najwyzszy
Metoda z Wykorzystaniem Grota
Ostrzowego
4.3.1 Pobielanie Pola SMT — Metoda z R,F,W,C Posredni Sredni
Wykorzystaniem Grota Ostrzowego
4.41 Oczyszczanie P6l SMT - Przy R,FwW,C Posredni Najwyzszy
Uzyciu Grota Ostrzowego
i TaSmy Rozlutowujacej
5 Montaz
5.1 Monataz Komponentéw Przewlekanych
Procedura Opis
Postepuj zgodnie z zaleceniami
wystepujacymi w J-STD-001 i
J-HDBK-001
5.2 Montaz PGA i Ztacza
Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
5.21 Metoda z Wykorzystaniem R,F,W,C Ekspert Sredni
Fali Selektywnej
5.3 Montaz Komponentu Chip
@ Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
5.3.1 Metoda z Wykorzystaniem Pasty R,F,w,C Posredni Najwyzszy
Lutowniczej/Gorace Powietrze
5.3.2 Metoda Punkt — Punkt R,F,W,C Posredni Najwyzszy
5.4 Montaz Komponentu LCC
@ Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
5.41 Metoda z Wykorzystaniem R,FW,C Zaawansowany Najwyzszy

Goracego Powietrza

X1
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5.5 Montaz Komponentu QFP

Metoda z Szablonem Poliamidowym

Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
5.5.1 Metoda Wielu Wyprowadzen — Gérna R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Powierzchnia Wyprowadzenia
5.5.2 Metoda Wielu-wyprowadzen — R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Koncoéwka Palca
5.5.3 Metoda Punkt — Punkt R,F,W,C Posredni Najwyzszy
5.5.4 Metoda z Wykorzystaniem Pasty R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Lutowniczej/Gorgce Powietrze
5.5.5 Koncoéwka (Grot) w Ksztatcie Haka/Drut R,F,W,C Posredni Najwyzszy
Lutowniczy na Wyprowadzeniu
5.5.6 Grot Ostrzowy z Drutem R,F,W,C Zaawansowany Sredni
5.6 Montaz Komponentu PLCC
Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
5.6.1 Metoda z Wykorzystaniem R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Drutu Lutowniczego
5.6.2 Metoda Punkt — Punkt R,F,W,C Posredni Najwyzszy
5.6.3 Metoda z Wykorzystaniem Pasty R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Lutowniczej/Gorace Powietrze
5.6.4 Metoda Wielu Wyprowadzen R,FW,C Posredni Najwyzszy
5.7 Montaz BGA/CSP
Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
5.71 Metoda z Wykorzystaniem Drutu R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Lutowniczego do Wypetnienia Pol
5.7.2 Metoda z Wykorzystaniem Pasty R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Lutowniczej do Wypetnienia Pol
5.7.3 Procedura Reballing-u BGA — R,C Zaawansowany Najwyzszy
Metoda z fikstura
5.7.4 Procedura Reballing-u BGA — R,C Zaawansowany Najwyzszy
Metoda z Nosnikiem Papierowym
5.7.5 Procedura Reballing-u BGA — R,C Zaawansowany Najwyzszy

Xil
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6 Usuwanie Zwar¢

Opis &

Poziom

Poziom

Tasmy

Procedura Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
6.1.1 PLCC — Metoda Przeciggania R,F,W,C Posredni Najwyzszy
Koncoéwki (Grota)
6.1.2 PLCC - Metoda Ponownego R,F,W,C Posredni Najwyzszy
Rozprowadzania
6.1.2.1 PLCC — Metoda z Wykorzystaniem R,F,w,C Posredni Najwyzszy
Tasmy
6.1.3 QFP - Metoda Przeciagania R,F,W,C Posredni Najwyzszy
Koncoéwki (Grota)
6.1.4 QFP - Metoda Ponownego R,FW,C Posredni Najwyzszy
Rozprowadzania
6.1.4.1 QFP — Metoda z Wykorzystaniem R,F,W,C Posredni Najwyzszy

xiii
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Spis Tresci
CZESC 3 Modyfikacja i Naprawa

Pecherze i Rozwarstwienia

Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
31 Naprawa Rozwarstwienia/ \V% R Zaawansowany Najwyzszy
Pecherza, Metoda Wstrzykiwania
=
& Wi
Wygiegcia i Skrecenia
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.2 Naprawa Wygiecia i Skrecenia R,W Zaawansowany Sredni
f
Naprawa Otworu
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.31 Naprawa Otworu, Metoda R,W Zaawansowany Najwyzszy
z Wykorzystaniem Zywicy
Epoksydowej
3.3.2 Naprawa Otworu, R.W Ekspert Najwyzszy
Metoda Transplantacji
Naprawa Wcigcia W Ztgczu Krawedziowym
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
341 Naprawa Wciecia W Zigczu R,W Zaawansowany Najwyzszy
Krawedziowym, Metoda z
Wykorzystaniem Zywicy
Epoksydowej
3.4.2 Naprawa Wciecia W Zigczu R,W Ekspert Najwyzszy
Krawedziowym, Metoda
Transplantacji

Xiv
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Naprawa Materiatu Podstawowego

Przewodnika, Metoda z
Wykorzystaniem Tasmy
z Klejem

Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.5.1 Naprawa Materiatu R, W Zaawansowany Najwyzszy
Podstawowego, Metoda z
Wykorzystaniem Zywicy
Epoksydowej
3.5.2 Naprawa Materiatu R, W Ekspert Najwyzszy
Podstawowego, Metoda
Transplantacji Obszaru
3.5.3 Naprawa Materiatu R, W Ekspert Najwyzszy
Podstawowego, <x
Transplantacja \ — %
Krawedzi
Podniesione Przewodniki
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Piyty Umiejetnosci Dostosowania
411 Naprawa Podniesionego R, F Posredni Sredni
Przewodnika, Metoda z
Wykorzystaniem Zywicy
Epoksydowej
41.2 Naprawa Podniesionego R, F Posredni Najwyzszy

XV
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Naprawa Przewodnika

Wewnetrznej w Otworze
Metalizowanym, Metoda
Przecinania Mostka Otworu

Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
4.21 Naprawa Przewodnika, R,F,C Zaawansowany Sredni
Przewodnik Potgczeniowy
z Folii Miedzianej, Metoda
z Wykorzystaniem Zywicy
Epoksydowej @
4.2.2 Naprawa Przewodnika, R,F,C Zaawansowany Najwyzszy
Przewodnik Potgczeniowy
z Folii Miedzianej, Metoda
z Wykorzystaniem Tasmy z
Klejem
4.2.3 Naprawa Przewodnika, Metoda R,F,C Zaawansowany Najwyzszy
Zgrzewania
4.2.4 Naprawa Przewodnika, Metoda R,F,C Posredni Sredni
Przewodu Po Powierzchni
4.2.5 Naprawa Przewodnika, R Zaawansowany Sredni
Przewéd Przez Plyte
4.2.6 Naprawa/Modyfikacja R,F,C Ekspert Sredni
Przewodnika, Metoda z
Tuszem Przewodzacym
4.2.7 Naprawa Przewodnika, Metoda R, F Ekspert Najwyzszy
Warstwy Wewnetrznej
Naciecie Przewodnika
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
4.31 Nacigcie Przewodnika, . R, F Zaawansowany Najwyzszy
Przewodniki “O)
Powierzchniowe
4.3.2 Naciecie Przewodnika, R, F Zaawansowany Najwyzszy
Przewodniki Warstwy
Wewnetrznej
4.3.3 Usuwanie Potaczenia Warstwy R, F Zaawansowany Najwyzszy
Wewnetrznej w Otworze
Metalizowanym, Wiercenie
Przez Otwor
4.3.4 Usuwanie Potaczenia Warstwy R, F Zaawansowany Najwyzszy
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Naprawa Podniesionego Pola Lutowniczego

Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
4.41 Naprawa Podniesionego R, F Zaawansowany Sredni
Pola Lutowniczego, Metoda
z Wykorzystaniem Zywicy
Epoksydowej
442 Naprawa Podniesionego R, F Zaawansowany Sredni
Pola Lutowniczego, Metoda
z Wykorzystaniem Tasmy z
Klejem
Naprawa Pola Lutowniczego
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
451 Naprawa Pola Lutowniczego, R, F Zaawansowany Sredni
Metoda z Wykorzystaniem
Zywicy Epoksydowej
4.5.2 Naprawa Pola Lutowniczego, R, F Zaawansowany Najwyzszy
Metoda z Wykorzystaniem
Tasmy z Klejem
Naprawa Ztgcza Krawedziowego
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
4.6.1 Naprawa Ztgcza Krawedziowego, R,F,W,C Zaawansowany Sredni
Metoda z Wykorzystaniem
Zywicy Epoksydowej
4.6.2 Naprawa Zigcza Krawedziowego, R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Metoda z Wykorzystaniem
Tasmy z Klejem
4.6.3 Naprawa Ztgcza Krawedziowego, R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy

Metoda Platerowania
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Naprawa Pola Montazowego SMD

Brak Potaczenia W Warstwie
Wewnetrznej, Metoda

z Przewodnikiem
Potaczeniowym

Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
4.71 Naprawa Pola Montazowego R,F,C Zaawansowany Sredni
SMD, Metoda z Wykorzystaniem y
Zywicy Epoksydowej @
=
4.7.2 Naprawa Pola Montazowego < R,F,C Zaawansowany Najwyzszy
SMD, Metoda z Wykorzystaniem
Tasmy z Klejem @
=
4.7.3 Naprawa Pola Montazowego (@ - (&) ! R,F,C Zaawansowany Najwyzszy
SMD dla BGA, Metoda z S =D
Wykorzystaniem Tasmy o (@
z Klejem (G,
Naprawa Otworu Metalizowanego
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
5.1 Naprawa Otworu Metalizowanego, R,F,W Posredni Najwyzszy
Brak Potaczenia w Warstwie
Wewnetrznej
5.2 Naprawa Otworu Metalizowanego R,F,W Zaawansowany Sredni
Metoda Podwéjnej Sciany
5.3 Naprawa Otworu Metalizowanego, R Ekspert Sredni
Potaczenie W Warstwie
Wewnetrznej
5.4 Naprawa Otworu Metalizowanego, R,FW Posredni Sredni
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Przewody Potaczeniowe

Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
6.1 Przewody Potaczeniowe R,F,W,C Posredni N/A
6.2.1 Przewody Potaczeniowe, R, F Ekspert Sredni
Komponenty BGA, Metoda
Przewodu Potaczeniowego
6.2.2 Przewody Potaczeniowe, R, F Ekspert Najwyzszy
Komponenty BGA, Metoda
Przez Ptyte
Komponenty Dodatkowe
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
6.3 Modyfikacje i Komponenty R,F,W,C Zaawansowany N/A
Dodatkowe
Naprawa Elastycznego Przewodnika
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
711 Naprawa Elastycznego F Ekspert Sredni

Przewodnika
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8 Przewody
8.1 Splatanie
— Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci | Dostosowania

8.1.1 Splatanie Zazebiane N/A Posredni Niski
8.1.2 Splatanie Owijane N/A Posredni Niski
8.1.3 Splatanie Haczykowe N/A Posredni Niski
8.1.4 Splatanie na Zaktadke N/A Posredni Niski

XX
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Informacja Ogélna i Wspodlne Procedury

1 Ogédlnie

1.1 Zakres W dokumencie zawarte sg procedury
dotyczace naprawy i modyfikacji potaczen wystgpujacych
na plytkach drukowanych. Dokument stanowi zespot
zebranych i scalonych informacji, zgromadzonych przez
Podkomisj¢ Napraw Komitetu (7-34) IPC ds. Zapewnienia
Niezawodno$ci Produktu. Niniejsza rewizja zawiera
rozszerzony zakres dla proces6w bezolowiowych oraz
dodatkowe wytyczne w inspekcji dla takich operacji jak
naprawy, ktore moga nie mie¢ innych opublikowanych

kryteriow.

Niniejszy dokument nie podaje maksymalnej liczby
przerébek, modyfikacji lub akcji naprawczych na
zespole obwodu drukowanego.

1.2 Cel Dokument zaleca formalne wymagania,
narzedzia, materiaty i metody stosowane w modyfikacji,
naprawie, przerabianiu, przegladaniu czy odrestaurowaniu
produktow elektronicznych. Mimo, ze dokument ten

w wigkszos$ci opiera si¢ Definicjach Klas Produktow
zawartych w takich dokumentach IPC jak J-STD-001
czy IPC-A-610, powinien by¢ odpowiednio rozwazany
dla kazdego rodzaju sprzgtu elektronicznego.

W przypadku odwotywania si¢ w kontrakcie do

tego dokumentu jako dokumentu kontrolnego

beda obowiazywaé wymagania dotyczace

modyfikaji, naprawy, przerabiania, przegladow

czy odrestaurowania produktow.

IPC okreslito najbardziej powszechny sprzgt i procesy
odpowiednie do wykonywania specyficznych napraw czy
modyfikacji. Jest mozliwe, aby alternatywny sprzgt czy
metody mogty by¢ wykorzystywane do wykonywania tych
samych napraw. Jezeli stosowany jest sprzgt alternatywny
w gestii uzytkownika lezy okreslenie czy polaczenie
zostato wykonane dobrze i bez uszkodzenia.

1.2.1 Definicja Wymagan Zamystem tego dokumentu
jest uzycie go jako przewodnika i nie ma tu specyficznych
wymagan lub kryteriéw, chyba Ze zostana oddzielnie i
specjalnie przywotane przez umowg kontraktowa
uzytkownika lub inng dokumentacjg. Kiedy beda uzyte
stowa “musi”, “powinno”, “powinno by¢”, to akcentuja
one wazny punkt. Jezeli te silne zalecenia nie sa uzywane,
to wynik koncowy moze nie by¢ satysfakcjonujacy i moze
powodowac¢ dodatkowe uszkodzenia.

1.3 Tlo historyczne Dzisiejsze zespoty elektroniczne
sa bardziej skomplikowane i zminiaturyzowane niz
kiedykolwiek wczesniej. Pomimo tego, moga by¢ w

pelni modyfikowane, przerabiane czy naprawiane,

jezeli zastosowana zostanie wiasciwa technika. Podrgcznik
zostal stworzony z mys$la o zapewnieniu fachowej pomocy
W naprawianiu, przerabianiu i modyfikacji zespolow
elektronicznych z minimalnym wptywem na koncowa
funkcjonalno$¢ lub niezawodno$é. Procedury w tym
dokumencie zostaty zebrane od monteréw produktu,
producentéw ptyt drukowanych, uzytkownikow
koncowych, ktorzy zauwazyli potrzebg wspolnego
udokumentowania technik napraw, przerobek i
modyfikacji. Techniki te, generalnie, zostaty zatwierdzone
jako dopuszczalne dla tych klas produktow wskazanych
podczas testow i wydtuzonego zakresu funkcjonalnosci.
Procedury zawarte w tym dokumencie zostaty
przedstawione do zatwierdzenia przez organizacje
handlowe i militarne wielu pojedynczym uzytkownikom.
Podkomisja ds. Mozliwo§¢ Napraw ma, gdzie stosowne,
rewidowac¢ procedury celem ich poprawy.

1.4 Terminy i Definicje Definicje oznaczone gwiazdka
* sq zaczerpnigte z IPC-T-50 i zastosowane do uzycia w
niniejszym dokumencie.

PCA — Zespo6t Montazowy Obwodu Drukowanego

*Przerabianie — Czynno$¢ polegajaca na przetwarzaniu,
nie w pelni zgodnych produktow, poprzez zastosowanie
oryginalnych czy ekwiwalentnych procesow z
wykorzystaniem odpowiednich szkicow czy specyfikacji,
W sposob zapewniajacy petne stosowanie przerabianych
produktow.

*Modyfikacja — rewizja zdolnosci funkcjonalnych
produktu, aby zapewni¢ nowe kryteria dopuszczenia.
Modyfikacja jest zwykle wymagana do wiaczenia zmian
projektowych, ktore moga by¢ nadzorowane za pomoca
szkicow, polecen zmian, itp. Modyfikacja moze zosta¢
przeprowadzona tylko na podstawie szczegotowo
opisanych, skontrolowanych i autoryzowanych
dokumentow.

*Naprawa — Czynno$¢ przywracania, ze stosownymi
szkicami czy specyfikacjami, zdolnosci funkcjonalnych
wadliwych wyrobow w sposob, ktory wyklucza awaryjnosé
produktu.

1.4.1 Klasyfikacja Uzytkownik produktu jest
odpowiedzialny za identyfikacj¢ Klasy Produktu.
Procedury wyselekcjonowane do podjecia dziatania
(modyfikacja, przerabianie, naprawa, przeglady itp.)
musza by¢ zgodne z Klasami zidentyfikowanymi przez
uzytkownika. Wyrdzniono trzy Klasy Produktu:






